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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T6346《电子设备用固定电容器》的第20部分。GB/T6346已经发布了以下部分:
———第1部分:总规范;
———第2部分:分规范 金属化聚对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器;
———第3部分:分规范 表面安装 MnO2 固体电解质钽固定电容器;
———第3-1部分:空白详细规范 表面安装 MnO2 固体电解质钽固定电容器 评定水平EZ;
———第11部分:分规范 金属箔式聚对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器;
———第11-1部分:空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容

器 评定水平EZ;
———第13部分:分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器;
———第14部分:分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器;
———第14-1部分:空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平DZ;
———第16部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器;
———第17部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器;
———第19部分:分规范 表面安装金属化聚对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器;
———第20部分:分规范 表面安装金属化聚苯硫醚膜介质直流固定电容器;
———第21部分:分规范 表面安装用1类多层瓷介固定电容器;
———第22部分:分规范 表面安装用2类多层瓷介固定电容器;
———第23部分:分规范 表面安装金属化聚萘二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器;
———第23-1部分:空白详细规范 表面安装金属化聚萘二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 

评定水平EZ;
———第24部分:分规范 表面安装导电聚合物固体电解质钽固定电容器;
———第25部分:分规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器;
———第25-1部分:空白详细规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平EZ;
———第26部分:分规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器;
———第26-1部分:空白详细规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平EZ。
本文件等同采用IEC60384-20:2023《电子设备用固定电容器 第20部分:分规范 表面安装金属

化聚苯硫醚膜介质直流固定电容器》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:

a) IEC60384-20:2023中对于标称电容量大于10μF的电容器测量频率“50Hz~120Hz”按

GB/T6346.1—2024中6.3.1的规定,5.4.2.2更正为“50Hz或120Hz”;

b) 表9中表脚注a“8.4.2”更正为“8.4.2.1”;

c) 表10中3组5.2.3电容量“与0组5.4.2测量值比较”更正为“与5.2.1测量值比较”;

d) 表10中3.2组及表A.2中3.2分组外观“按5.4.2”更正为“按5.3.2”;

e) 表A.2中3.1分组5.10.5补充遗漏的温度及持续时间参数,以便与同表中5.10.3格式一致;

f) 表A.2中3.4分组5.13.5电容量判据80%更正为8%;

g) 删除了资料性附录X“IEC新旧版本结构编号对照表”。
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请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会(SAC/TC165)归口。
本文件起草单位:中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司、中国电子技术标准化研究院、

泽尼斯 (厦门)电力科技有限公司、电子科技大学。
本文件主要起草人:叶虎、张波、杨京艳、冯豪豪、曹锦珠、邓俊涛、廖朝俊、黄顺达、徐建华。
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引  言

  GB/T6346《电子设备用固定电容器》由总规范、分规范、空白详细规范和详细规范分层体系文件构

成,旨在指导行业更加有效地解决对电子设备用固定电容器的产品质量评价问题。GB/T6346拟由

26个部分构成。
———第1部分:总规范。
———第1-1部分:通用空白详细规范。
———第2部分:分规范 金属化聚对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器。
———第3部分:分规范 表面安装固体(MnO2)电解质钽固定电容器。
———第4部分:分规范 固体(MnO2)和非固体电解质铝固定电容器。
———第5部分:分规范 额定电压不超过3000伏的直流云母介质固定电容器试验方法的选择和

一般要求。
———第6部分:分规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器。
———第7部分:分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器。
———第8部分:分规范 1类瓷介固定电容器。
———第9部分:分规范 2类瓷介固定电容器。
———第11部分:分规范 金属箔式聚对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器。
———第13部分:分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器。
———第14部分:分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器。
———第14-1部分:空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平DZ。
———第15部分:分规范 非固体或固体电解质钽固定电容器。
———第16部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器。
———第17部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器。
———第18部分:分规范 表面安装固体(MnO2)和非固体电解质铝固定电容器。
———第19部分:分规范 表面安装金属化聚对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器。
———第20部分:分规范 表面安装金属化聚苯硫醚膜介质直流固定电容器。
———第21部分:分规范 表面安装用1类多层瓷介固定电容器。
———第22部分:分规范 表面安装用2类多层瓷介固定电容器。
———第23部分:分规范 表面安装金属化聚萘二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器。
———第24部分:分规范 表面安装导电聚合物固体电解质钽固定电容器。
———第25部分:分规范 表面安装导电聚合物固体电解质铝固定电容器。
———第26部分:分规范 导电聚合物固体电解质铝固定电容器。
总规范。目的在于确定电子设备用固定电容器门类的大部分共同的项目,术语、检验程序和试验

方法。
分规范。分规范是总规范的下层规范。目的在于确定需要单项规定的特定的分门类或型号的固定

电容器术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补

充细节,以及给出一般性能要求。这些项目通常是尺寸和特性的优先值、附加试验方法和总规范给出的

试验方法的相关规定、抽样和样品制备的要求、推荐的试验严酷等级和优先的接收判据。分规范还确定

了用于所有下层详细规范中试验一览表的结构和范围。
空白详细规范。目的在于确定不同评定水平的需要单项规定的特定的分门类或型号的固定电容器

的详细规范格式、编排和最少内容的要求,为规范编写者提供了一个符合上层的总规范或分规范要求的

详细规范的编制导则,确保统一详细规范编制的规定。
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电子设备用固定电容器

第20部分:分规范 表面安装

金属化聚苯硫醚膜介质直流固定电容器

1 范围

本文件界定了表面安装金属化聚苯硫醚膜介质直流固定电容器(以下简称“电容器”)的术语和定

义,规定了优先额定值和特性,并从GB/T6346.1—2024中选择适用的质量评定程序、试验和测量方

法,以及给出这类电容器的一般性能要求。引用本文件的详细规范中规定的试验严酷等级和要求具有

相同或更高的性能水平,不准许降低性能水平。

本文件适用于电子设备用以金属化层为电极和以聚苯硫醚膜为介质的表面安装直流固定电容器。

这种电容器具有金属连接端或者焊锡面,并预定直接安装在印刷电路板上或者混合电路基板上。这类

电容器具有基于使用条件的“自愈特性”,主要用于交流分量相对于额定电压较小的场合。

本文件不适用于抑制电源电磁干扰用电容器,这类电容器属于IEC60384-14的覆盖范围。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2421—2020 环境试验 概述和指南(IEC60068-1:2013,IDT)

GB/T6346.1—2024 电子设备用固定电容器 第1部分:总规范(IEC60384-1:2021,IDT)

GB/T33772.2—2025 质量评定体系 第2部分:电子元器件及封装件检验用抽样方案的选择和

使用(IEC61193-2:2007,MOD)

  注:GB/T33772.2—2025被引用的内容与IEC61193-2:2007被引用的内容没有技术上的差异。

ISO3 优先数和优先数系(Preferrednumbers—Seriesofpreferrednumbers)

  注:GB/T321—2005 优先数和优先数系(ISO3:1973,IDT)

IEC60062 电阻器和电容器标志代码(Markingcodesforresistorsandcapacitors)

  注:GB/T2691—2016 电阻器和电容器的标志代码(IEC60062:2004,IDT)

IEC60063 电阻器和电容器优先系数(Preferrednumberseriesforresistorsandcapacitors)

  注:GB/T2471—2024 电阻器和电容器优先数系(IEC60063:2015,IDT)

3 术语和定义

GB/T6346.1—2024界定的以及下列术语和定义适用本文件。

ISO和IEC维护的用于标准化的术语数据库网址如下:
———ISO在线浏览平台:http://www.iso.org/obp;
———IEC电工百科:http://www.electropedia.org/。
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